Platin-Temperatursensor in Dinnschichttechnik SMD 1206 (V)

Der SMD 1206 Platin-Temperatursensor ist fir die automatische Bestlickung auf elektronischen Leiterplatten in
Grofiserienanwendungen konzipiert, bei denen Langzeitstabilitdt, Austauschbarkeit und niedrige Kosten von entscheidender
Bedeutung sind.

Nennwiderstand Toleranz Toleranz Bestellnummer
RO DIN EN 60751 DIN EN 60751 Plastik hiil se
1996-07 2009-05
o Klasse B F0,3 32 207 590
100 Ohm bei 0°C Klasse 2B F06 32 207 589
Lo Klasse B FO0,3 32 207 595
IR s Klasse 2B F06 32 207 594
Spezifikation DIN EN 60751
Temperaturbereich -50°C bis +130°C (Bei Verwendung von ausdehnungs-

angepasstem Leiterplattenmaterial sind Einsatztemp-
eraturen von +150°C mdglich)
Gliltigkeit der Klasse B oder 2B: -50°C bis +130°C

~N
Temperaturkoeffizient TK = 3850 ppm/K 9
wn 0,6t:0,1 L
Létanschluss Endterminierung galvanisch verzinnt mit o
Ni-Sperrschicht
Langzeitstabilitat Max. Ro-Drift 0,06% nach 1000h bei 130°C o
o
Umgebungsbedingungen Ungeschiitzt nur in trockener Umgebung ~
einsetzbar oy
Isolationswiderstand > 100 MQ bei 20°C;
> 2 MQ bei 130°C (Glasabdeckung) ~ | 6:0.2
o
Messstrom 100 Q: 0,3 bis 1,0mA 0
1000 Q 0,1 bis 0,3mA o
(Selbsterwarmung berlicksichtigen)
Selbsterwarmung 0,4 K/mW bei 0°C
Ansprechzeit Bewegtes Wasser (v= 0,4m/s): tos =0,15s
to0 = 0,30s NoHS
Luftstrom (v= 2m/s): to5=3,5s ey
t0,9 =10s Koniorm
Verarbeitungshinweise Faceup-Montage: Reflow-Loten oder Wellenléten,
z. B. Doppelwelle < 8s / 235°C
Lagerfahigkeit Mind. 9 Monate (in trockener Umgebung)
Verpackung LFace-up“ im Blistergurt, 4000 St. / Gurt
Hinweis Andere Toleranzen und Widerstandswerte sind auf

Anfrage lieferbar.

Technische Anderungen behalten wir uns vor. Alle technischen Angaben sind Beschaffenheitsangaben und sichern keine Eigenschaften zu.
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